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2026年上半年，SiC产业十大重要新闻
基于已确认事实，梳理材料、量产体系、产品及需求端的变化

01
03.27

东芝、ROHM、三菱电机推进业务整合磋商

已签署半导体与功率器件业务MoU，整合条件与细节尚未确定。

02
第二季度   卡塔尼亚与重庆开始生产。7月发布的资料确认已在上半年实施。

ST启动意中200 mm SiC生产

03
5月

博世将德国SiC生产转向200 mm

罗伊特林根停止150 mm SiC生产，全面转向200 mm。

04
01.13

Wolfspeed发布300 mm单晶SiC

宣布成功制备单晶晶圆，但并非300 mm商业化量产公告。

05
3月

ROHM开发第五代SiC MOSFET

3月完成开发、4月公布；称175℃下导通电阻降低约30%。

06
04.28

吉利与安森美扩大900 V车型合作

宣布在基于SEA-S的SEP系统中导入EliteSiC技术。

07
03.24

英飞凌就SiC-SST达成合作

为DG Matrix的Interport供应SiC，面向AI电源基础设施。

08
03.05

Wolfspeed实现10 kV SiC商业化

发布10 kV耐压功率MOSFET，面向中压电源、SST等应用。

09
03.30

天域半导体赴港上市并投资外延产能

净募集资金约15.6亿港元，计划将71%用于扩大外延产能。

10
01.16

范围：2026年1—6月；核验截止：2026.10.30；華陽遴选（不分先后）；数据与规划据公司公开信息。
006

天科合达与青禾合作开发键合SiC衬底

合作涵盖8英寸键合SiC及12英寸以上复合散热衬底。



联系我们
中国SiC市场信息、采购及业务合作咨询

華陽株式会社
代表董事兼总经理、CEO
陈 舒卡 / Chin Yutaka / 陳 ユタカ

E-mail

Web

TEL（日本）

TEL（中国）

chin.yutaka@kayou.co.jp

www.kayou.co.jp

+81 90-8321-0916

+86 177-1553-0321

产品与服务

查看产品信息

下期预告
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